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(57)【要約】
【課題】高熱伝導性で接着性、信頼性に優れる高熱伝導樹脂組成物、接着フィルム、封止
用フィルムを提供する。
【解決手段】１）高熱伝導性粒子、２）メソゲンを有するエポキシ樹脂モノマーとエポキ
シ樹脂用硬化剤とを含む熱硬化性エポキシ樹脂組成物、及び３）重量平均分子量１万以上
の高分子量成分を少なくとも含む高熱伝導樹脂組成物であって、前記２）熱硬化性エポキ
シ樹脂組成物と、前記３）高分子量成分とが硬化後に相分離する高熱伝導樹脂組成物、該
高熱伝導樹脂組成物をフィルム状に成形してなる接着フィルム、封止用フィルム、及び該
接着フィルム、又は封止用フィルムを介して半導体素子と、半導体素子、基板、放熱板、
支持体、金属板、及びセラミック板よりなる群から選ばれる１種又は２種とを積層してな
る半導体装置である。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　１）高熱伝導性粒子、２）メソゲンを有するエポキシ樹脂モノマーとエポキシ樹脂用硬
化剤とを含む熱硬化性エポキシ樹脂組成物、及び３）重量平均分子量１万以上の高分子量
成分を少なくとも含む高熱伝導樹脂組成物であって、
　前記２）熱硬化性エポキシ樹脂組成物と、前記３）高分子量成分とが硬化後に相分離す
ることを特徴とする高熱伝導樹脂組成物。
【請求項２】
　前記エポキシ樹脂モノマーが、下記一般式（１）で表されるエポキシ樹脂モノマーであ
ることを特徴とする請求項１に記載の高熱伝導樹脂組成物。
　Ｅ－Ｍ－Ｓ－Ｍ－Ｅ 　…一般式（１）
（但し、Ｅはエポキシ基、Ｍはメソゲン、Ｓはスペーサ部を示す）
【請求項３】
　前記３）高分子量成分が、硬化前は前記２）熱硬化性エポキシ樹脂組成物と溶解してお
り、硬化後に島状に相分離する重量平均分子量１０万以上のガラス転移温度が３０℃以下
の高分子量成分であり、
　前記１）高熱伝導性粒子が、全体の４０～９０体積％であり、かつ前記２）熱硬化性エ
ポキシ樹脂組成物１００質量部に対して、前記３）高分子量成分を５～５０質量部含有す
ることを特徴とする請求項１又は２に記載の高熱伝導樹脂組成物。
【請求項４】
　さらに、レーザー光を吸収する顔料、染料、化合物を含有することを特徴とする請求項
１～３のいずれか１項に記載の高熱伝導樹脂組成物。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の熱硬化性樹脂組成物を硬化してなる樹脂硬化物で
あって、
　結晶相又は液晶相よりなる異方性構造を有し、前記異方性構造単位の径の最大値が４０
０ｎｍ以上であり、樹脂成分中に含まれる異方性構造の割合が２５体積％以上であること
を特徴とする高熱伝導樹脂硬化物。
【請求項６】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の高熱伝導樹脂組成物をフィルム状に成形してなる
ことを特徴とする接着フィルム。
【請求項７】
　請求項６に記載の接着フィルムに厚み方向の圧力をかけることにより得られることを特
徴とする接着フィルム。
【請求項８】
　請求項７に記載の接着フィルムに、プレス加工又はロール加工により加熱下に圧力をか
けた後、冷却することを特徴とする接着フィルム。
【請求項９】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の高熱伝導樹脂組成物をフィルム状に成形してなる
ことを特徴とする封止用フィルム。
【請求項１０】
　請求項９に記載の封止用フィルムに厚み方向の圧力をかけることにより得られることを
特徴とする封止用フィルム。
【請求項１１】
　請求項９に記載の封止用フィルムに、プレス加工又はロール加工により加熱下に圧力を
かけた後、冷却することを特徴とする封止用フィルム。
【請求項１２】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の高熱伝導樹脂組成物、請求項６～８のいずれか１
項に記載の接着フィルム、及び請求項９～１１のいずれか１項に記載の封止用フィルムの
うちの少なくともいずれか１つを介して半導体素子と、半導体素子、基板、放熱板、支持



(3) JP 2013-6893 A 2013.1.10

10

20

30

40

50

体、金属板、及びセラミック板よりなる群から選ばれる１種又は２種とを積層してなるこ
とを特徴とする半導体装置。
【請求項１３】
　請求項１～４のいずれか１項に記載の高熱伝導樹脂組成物、請求項６～８のいずれか１
項に記載の接着フィルム、及び請求項９～１１のいずれか１項に記載の封止用フィルムの
うちの少なくともいずれか１つを半導体素子の片面あるいは両面に接着又は封止したこと
を特徴とする半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体装置に用いる接着フィルム及び封止用フィルム、並びにそれらの作製
に用いる高熱伝導樹脂組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　フィルムタイプの接着剤は、フレキシブルプリント配線板などで用いられており、アク
リロニトリルブタジエンゴムを主成分とする系が多く用いられている。
【０００３】
　プリント配線板関連材料として耐湿性を向上させたものは、特許文献１に示されるアク
リル系樹脂、エポキシ樹脂、ポリイソシアネート及び無機フィラーを含む接着フィルムが
あり、また特許文献２に示されるアクリル系樹脂、エポキシ樹脂、分子中にウレタン結合
を有する両末端が第１級アミン化合物及び無機フィラーを含む接着フィルムがある。前記
接着フィルムは、熱伝導性に優れるフィラーなどを含んでおらず、また樹脂の熱伝導率は
いずれも低いため、熱伝導率が低かった。そこで、前記接着フィルムに熱伝導性に優れる
フィラーなど加えたものは、熱伝導率が高くなると考えられるが、流動性の低下やフィル
ムの強度、熱応力の緩和の作用、耐熱性や耐湿性の低下などの課題があり、多量に加える
ことができないため、熱伝導率の向上にも制限があった。
【０００４】
　また、樹脂に高熱伝導性の無機粒子を多量に加えた混合物が提案されているが、高熱伝
導性の無機粒子間に熱伝導率が低い樹脂が存在するため、多量に加えた割には熱伝導率が
低くコスト的に不利であり、成形性にも劣るという問題点があった。
【０００５】
　ここで、接着フィルムは両面に被着体が接する場合、片面のみ被着体が接して、片面は
大気などの外界に接する場合、あるいは場合により両面とも被着体がない、あるいは接着
フィルムの面積の部分毎に上記のいずれかあたる場合などがある。このうち、片面のみ被
着体が接して、片面は大気などの外界に接する場合は表面を封止、保護、被覆する場合で
あるので、これを特に封止用フィルムと呼ぶ場合がある。
【０００６】
　一方、従来から、電子機器の小型化・軽量化が進められており、これに伴い基板への高
密度実装が要求され、電子機器に搭載する半導体パッケージの小型化、薄型化、軽量化が
進められている。従来より、ＬＯＣ（Ｌｅａｄ Ｏｎ Ｃｈｉｐ）やＱＦＰ（Ｑｕａｄ Ｆ
ｌａｔ Ｐａｃｋａｇｅ）等と呼ばれるパッケージがあり、ＬＯＣやＱＦＰ等のパッケー
ジよりも、さらに小型化・軽量化したＣＳＰ（Ｃｈｉｐ Ｓｉｚｅ Ｐａｃｋａｇｅ）やμ
ＢＧＡ（Ｂａｌｌ Ｇｒｉｄ Ａｒｒａｙ）等のパッケージの開発が行われている。最近で
は、半導体素子の回路面が半導体配線基板側に向けられている、いわゆるフェイスダウン
型パッケージであるフリップチップ、ウエハレベルＣＳＰなどが開発されている。 
【０００７】
　上述したパッケージでは、固形のエポキシ樹脂封止材をトランスファー成形法により成
形することで封止パッケージを得ていたが、パッケージが薄型あるいは、大型の場合の成
形は、難しかった。また、無機フィラーの含有量が増大すると、一般にトランスフアー成
形時の溶融粘度が高くなり、成形物のボイドの残存，キヤビテイ充填不良，ワイヤフロー
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およびステージシフトの増大等と成形物の品質が低下するなどの問題が発生する。 
【０００８】
　近年、フリップチップやウエハレベルＣＳＰなどで、突起状電極を有するものがあり、
その突起部の保護及び突起間の充てんのため、封止材を使用することがあったが、固形の
エポキシ樹脂封止材による成形は難しかった。そのため、エポキシ樹脂、無機フィラーを
主体としたフィルム状の封止用シートが提案されている。フィルム状の封止用シートは、
パッケージやウエハが大きくなった場合に、そりが大きくなるなどの課題があり、より線
膨張係数が小さい封止用フィルムが望まれていた。通常、線膨張係数を低減するためには
、樹脂よりも線膨張係数の小さいシリカなどの無機フィラーを多量に充てんすることが行
われているが、この方法では、フィルムの可とう性を低下させ、かつ、溶融粘度を増大さ
せ、流動性も低下させるという問題があった。これまで、可とう性が高く、流動性が大き
く、また溶融粘度と線膨張係数が小さい、かつ熱伝導性に優れる封止用フィルムは得られ
ていなかった。例えば、特許文献３に示される封止用フィルムがあるが、特段に優れた放
熱性を有していなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開昭６０－２４３１８０号公報
【特許文献２】特開昭６１－１３８６８０号公報
【特許文献３】特許第４２２５１６２号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであり、以下の目的を達成することを
課題とする。
　すなわち、本発明の目的は、Ｂステージ状態では可とう性や流動性が大きく、また、硬
化後は線膨張係数が小さく、また熱伝導性に優れており、半導体素子表面の保護特性に優
れた高熱伝導樹脂硬化物、接着フィルム又は封止用フィルム、それらを作製し得る高熱伝
導樹脂組成物、及び該接着フィルム及び／又は封止用フィルムを使用し、熱伝導性や組立
加工性、信頼性に優れた半導体装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決する本発明は以下の通りである。
（１）１）高熱伝導性粒子、２）メソゲンを有するエポキシ樹脂モノマーとエポキシ樹脂
用硬化剤とを含む熱硬化性エポキシ樹脂組成物、及び３）重量平均分子量１万以上の高分
子量成分を少なくとも含む高熱伝導樹脂組成物であって、
　前記２）熱硬化性エポキシ樹脂組成物と、前記３）高分子量成分とが硬化後に相分離す
ることを特徴とする高熱伝導樹脂組成物。
【００１２】
（２）前記エポキシ樹脂モノマーが、下記一般式（１）で表されるエポキシ樹脂モノマー
であることを特徴とする前記（１）に記載の高熱伝導樹脂組成物。
　Ｅ－Ｍ－Ｓ－Ｍ－Ｅ 　…一般式（１）
（但し、Ｅはエポキシ基、Ｍはメソゲン、Ｓはスペーサ部を示す）
【００１３】
（３）前記３）高分子量成分が、硬化前は前記２）熱硬化性エポキシ樹脂組成物と溶解し
ており、硬化後に島状に相分離する重量平均分子量１万以上のガラス転移温度が３０℃以
下の高分子量成分であり、
　前記１）高熱伝導性粒子が、全体の４０～９０体積％であり、かつ前記２）熱硬化性エ
ポキシ樹脂組成物１００質量部に対して、前記３）高分子量成分を５～５０質量部含有す
ることを特徴とする前記（１）又は（２）に記載の高熱伝導樹脂組成物。
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【００１４】
（４）さらに、レーザー光を吸収する顔料、染料、化合物を含有することを特徴とする前
記（１）～（３）のいずれかに記載の高熱伝導樹脂組成物。
【００１５】
（５）前記（１）～（４）のいずれかに記載の熱硬化性樹脂組成物を硬化してなる樹脂硬
化物であって、
　結晶相又は液晶相よりなる異方性構造を有し、前記異方性構造単位の径の最大値が４０
０ｎｍ以上であり、樹脂成分中に含まれる異方性構造の割合が２５体積％以上であること
を特徴とする高熱伝導樹脂硬化物。
【００１６】
（６）前記（１）～（４）のいずれかに記載の高熱伝導樹脂組成物をフィルム状に成形し
てなることを特徴とする接着フィルム。
【００１７】
（７）前記（６）に記載の接着フィルムに厚み方向の圧力をかけることにより得られるこ
とを特徴とする接着フィルム。
【００１８】
（８）前記（７）に記載の接着フィルムに、プレス加工又はロール加工により加熱下に圧
力をかけた後、冷却することを特徴とする接着フィルム。
【００１９】
（９）前記（１）～（４）のいずれかに記載の高熱伝導樹脂組成物をフィルム状に成形し
てなることを特徴とする封止用フィルム。
【００２０】
（１０）前記（９）に記載の封止用フィルムに厚み方向の圧力をかけることにより得られ
ることを特徴とする封止用フィルム。
【００２１】
（１１）前記（９）に記載の封止用フィルムに、プレス加工又はロール加工により加熱下
に圧力をかけた後、冷却することを特徴とする封止用フィルム。
【００２２】
（１２）前記（１）～（４）のいずれかに記載の高熱伝導樹脂組成物、請求項（６）～（
８）のいずれかに記載の接着フィルム、及び前記（９）～（１１）のいずれかに記載の封
止用フィルムのうちの少なくともいずれか１つを介して半導体素子と、半導体素子、基板
、放熱板、支持体、金属板、及びセラミック板よりなる群から選ばれる１種又は２種とを
積層してなることを特徴とする半導体装置。
【００２３】
（１３）前記（１）～（４）のいずれかに記載の高熱伝導樹脂組成物、前記（６）～（８
）のいずれかに記載の接着フィルム、及び前記（９）～（１１）のいずれかにに記載の封
止用フィルムのうちの少なくともいずれか１つを半導体素子の片面あるいは両面に接着又
は封止したことを特徴とする半導体装置。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、Ｂステージ状態では可とう性や流動性が大きく、また、硬化後は線膨
張係数が小さく、また熱伝導性に優れており、半導体素子表面の保護特性に優れた高熱伝
導樹脂硬化物、接着フィルム又は封止用フィルム、それらを作製し得る高熱伝導樹脂組成
物、及び該接着フィルム及び／又は封止用フィルムを使用し、熱伝導性や組立加工性、信
頼性に優れた半導体装置を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
＜高熱伝導樹脂組成物＞
　本発明の高熱伝導樹脂組成物は、１）高熱伝導性粒子、２）メソゲンを有するエポキシ
樹脂モノマーとエポキシ樹脂用硬化剤とを含む熱硬化性エポキシ樹脂組成物、及び３）重
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量平均分子量１万以上の高分子量成分を少なくとも含む高熱伝導樹脂組成物であって、前
記２）熱硬化性エポキシ樹脂組成物と、前記３）高分子量成分とが硬化後に相分離するこ
とを特徴としている。
　以下、本発明の高熱伝導樹脂組成物の各成分について詳述する。
【００２６】
１）高熱伝導性粒子
　本発明で用いられる高熱伝導性粒子（以下（Ａ）と記す）は、高熱伝導性の粒子であれ
ば特に限定されず、例えば、高熱伝導性の無機粒子（以下（ａ１）と記す）；無機粒子を
高熱伝導樹脂で被覆した被覆粒子（以下（ａ２）と記す）；などが挙げられる。ダイヤモ
ンドなどの高価な高熱伝導性粒子の場合は、高熱伝導樹脂で被覆した被覆粒子（ａ２）と
して用いることにより、最小限の使用量で熱伝導性を向上できる点で好ましい。
　高熱伝導性粒子（Ａ）の形状は、特に制限はなく、例えば、球状、扁平粒状、樹枝状等
が挙げられ、中でも、球状又は扁平粒状が好ましい。
　また、高熱伝導性粒子（Ａ）の体積平均粒径（以下、単に「平均粒径」ということがあ
る。）は、特に限定されず、通常は０.０５～５５μｍの範囲内であるが、接着フィルム
の厚さが２０μｍ以下の薄型フィルムである場合は、平均粒径は０．５～５μｍとするこ
とが好ましい。
【００２７】
　高熱伝導性粒子（Ａ）として高熱伝導性の無機粒子（ａ１）を用いる場合、その熱伝導
率は好ましくは３０Ｗ／ｍＫ以上、より好ましくは１００Ｗ／ｍＫ以上、特に好ましくは
２００Ｗ／ｍＫ以上である。前記熱伝導率が３０Ｗ／ｍＫ未満では、放熱性が不十分であ
り、半導体素子や基板の温度が上昇する可能性がある。なお、熱伝導率の上限は特に制限
はないが、通常、１１００Ｗ／ｍＫ以下である。高熱伝導性の無機粒子（ａ１）の具体例
としては、窒化アルミニウム、６方晶窒化ホウ素、立方晶窒化ホウ素、窒化珪素、ダイヤ
モンド、アルミナ等が挙げられ、これらは単独で用いても、２種以上の混合物として用い
てもよい。高熱伝導性の無機粒子（ａ１）の平均粒径は、０.０５～５０μｍであること
が好ましい。
【００２８】
　一方、高熱伝導性粒子として被覆粒子（ａ２）を用いる場合、平均粒径は特に限定され
ず、通常は０.０６～５５μｍの範囲内であり、無機粒子の平均粒径は、０.０５～５０μ
ｍであることが好ましく、高熱伝導樹脂の被覆層の厚さは、０.０１～５μｍであること
が好ましい。
【００２９】
　被覆される無機粒子の熱伝導率は特に限定されず、無機粒子は低熱伝導性でも高熱伝導
性でもよい。低熱伝導性の無機粒子の具体例としては、水酸化アルミニウム、水酸化マグ
ネシウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸マグネシウム
、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、ホウ酸アルミウイスカ、結晶性シリカ、非晶性シ
リカ、アンチモン酸化物などが挙げられる。高熱伝導性の無機粒子の具体例としては、前
述と同様のものが挙げられる。
【００３０】
　無機粒子を被覆する高熱伝導樹脂は、特に制限はない。高熱伝導樹脂としては、例えば
、結晶性又は液晶性を有するエポキシ樹脂、ポリエチレン樹脂、ポリエステル樹脂、ナイ
ロン、ポリイミド樹脂等のそのもの自体が高熱伝導性を有する樹脂；エポキシ樹脂、ポリ
イミド樹脂等の樹脂に前記高熱伝導性粒子を配合して高熱伝導性を付与してなる樹脂組成
物；等が用いられる。これらの中でも、熱伝導性の観点からエポキシ樹脂にアルミナのよ
うな高熱伝導性粒子を配合してなる樹脂組成物が好ましい。また、高熱伝導樹脂は硬化剤
や硬化促進剤と併用してもよい。
【００３１】
　無機粒子を高熱伝導樹脂で被覆する方法としては、例えば、無機粒子表面に高熱伝導樹
脂の蒸着重合膜を形成する方法；無機粒子表面に高熱伝導樹脂ワニスを噴霧後、粒子同士
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の凝着を防ぐため、攪拌混合しながら加熱乾燥する方法；高熱伝導樹脂ワニスと無機粒子
を撹拌混合し、加熱乾燥し、凝着した粒子を粉砕する方法；などが挙げられる。
【００３２】
　樹脂組成物中の高熱伝導性粒子（Ａ）の含有量は、好ましくは４０～９０体積％であり
、より好ましくは６０～８０体積％である。前記高熱伝導性粒子（Ａ）の含有量が４０体
積％未満では接着フィルムの熱伝導率が不十分となる可能性があり、９０体積％を超える
と接着フィルムの可撓性や接着性が悪化する可能性がある。接着フィルムの熱伝導性をよ
り向上する目的で、高熱伝導性粒子（Ａ）同士を接し易くするためには、前記高熱伝導性
粒子（Ａ）の含有量を６５～７５体積％とすることがより好ましい。
【００３３】
２）メソゲンを有するエポキシ樹脂モノマーとエポキシ樹脂用硬化剤とを含む熱硬化性エ
ポキシ樹脂組成物
　本発明におけるメソゲン基とは、液晶性を発現する可能性のある官能基を示す。具体的
には、ビフェニル、フェニルベンゾエート、アゾベンゼン、スチルベン等やその誘導体が
挙げられる。
【００３４】
　また、本発明におけるエポキシ樹脂モノマーとは、少なくとも１つのエポキシ基を有す
るモノマーを示す。さらに、そのエポキシ樹脂モノマーは全エポキシ樹脂のうち少なくと
も重量比の５％以上にメソゲン基を有していることが好ましい。具体的には、ビフェニル
基、フェニルベンゾエート基、スチルベン基、アゾベンゼン基などのメソゲンを少なくと
も一つ分子内に有するエポキシ樹脂モノマーや、二つ以上分子内に有するツインメソゲン
タイプのエポキシ樹脂モノマーが挙げられる。
【００３５】
　エポキシ樹脂モノマーとしては、特に、下記一般式（１）で表されるエポキシ樹脂モノ
マーが好ましい。そのようなツインメソゲンタイプのエポキシ樹脂モノマーは、異方性構
造単位の径の最大値および異方性構造の割合を向上させるのに最も好ましい。
　Ｅ－Ｍ－Ｓ－Ｍ－Ｅ　…一般式（１）
（但し、Ｅはエポキシ基、Ｍはメソゲン、Ｓはスペーサ部を示す）。
【００３６】
　ここで、本発明における異方性構造とは、ミクロな配列をしている構造体のことである
。例えば、結晶相や液晶相などが相当する。このような構造体が樹脂中に存在するか否か
は、偏光顕微鏡による観察によって容易に判別することができる。即ち、直行ニコル状態
での観察において、偏光解消現象による干渉縞が見られることで判別可能である。
　この異方性構造は、通常樹脂中に島状に存在しており、本発明における異方性構造単位
とは、その一つの島のことである。本発明においては、この異方性構造単位は共有結合部
を有していることが必要である。
【００３７】
　本発明における異方性構造単位の径の最大値および異方性構造の割合は、透過型電子顕
微鏡（ＴＥＭ）により直接観察することで算出することができる。
【００３８】
　本発明におけるエポキシ樹脂用硬化剤とは、エポキシ樹脂を硬化するために用いられる
硬化剤を指す。
　本発明で用いられる硬化剤は、通常用いられている公知のエポキシ樹脂硬化剤であれば
特に限定されず、例えば、アミン類、ポリアミド、酸無水物、ポリスルフィド、三弗化硼
素及びフェノール性水酸基を１分子中に２個以上有する化合物であるビスフェノールＡ、
ビスフェノールＦ、ビスフェノールＳ等のビスフェノール類、フェノールノボラック樹脂
、変性フェノールノボラック樹脂、レゾルシノールノボラック樹脂、カテコールレゾルシ
ノールノボラック樹脂、ビスフェノールＡノボラック樹脂またはクレゾールノボラック樹
脂などのフェノール樹脂などが挙げられる。特に、吸湿時の耐電食性に優れる点で、フェ
ノールノボラック樹脂、ビスフェノールノボラック樹脂又はクレゾールノボラック樹脂等
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のフェノール樹脂が好ましい。
【００３９】
　フェノール樹脂の市販品としては、大日本インキ化学工業株式会社製、商品名：バーカ
ムＴＤ－２０９０、バーカムＴＤ－２１３１、プライオーフェンＬＦ２８８２、プライオ
ーフェンＶＨ４１５０、プライオーフェンＶＨ４１７０、フェノライトＬＦ２８８２、フ
ェノライトＬＦ２８２２、三井化学株式会社製、商品名：ミレックスＸＬＣシリーズ、Ｘ
Ｌシリーズなどがある。
【００４０】
　フェノール樹脂の重量平均分子量は、３００～２０００であることが好ましく、５００
～１５００であることがより好ましい。
【００４１】
　エポキシ樹脂硬化剤は、エポキシ樹脂のエポキシ基１当量に対して、硬化剤中の反応活
性基の総量が、好ましくは０．６～１．４当量、より好ましくは０．８～１．２当量とな
るよう配合する。硬化剤の配合が０．６当量未満であっても、１．４当量を超えても耐熱
性が低下する傾向がある。
【００４２】
（硬化促進剤）
　本発明で用いられる硬化促進剤は、例えば、４級ホスホニウム塩系、４級アンモニウム
塩系、イミダゾール系、ＤＢＵ脂肪酸塩系、金属キレート系、金属塩系、トリフェニルフ
ォスフィン系等を用いることができる。イミダゾール系の硬化促進剤としては、２－メチ
ルイミダゾール、２－エチル－４－メチルイミダゾール、１－シアノエチル－２－フェニ
ルイミダゾール、１－シアノエチル－２－フェニルイミダゾリウムトリメリテート等が挙
げられ、市販品としては、四国化成工業株式会社製、商品名：キュアゾール２Ｅ４ＭＺ、
キュアゾール２ＰＺ－ＣＮ、キュアゾール２ＰＺ－ＣＮＳがある。また、接着フィルムの
可使期間が長くなる点で、潜在性硬化促進剤も好適に用いられ、その代表例としてはジシ
アンジミド、アジピン酸ジヒドラジド等のジヒドラジド化合物、グアナミン酸、メラミン
酸、エポキシ化合物とイミダゾール化合物との付加化合物、エポキシ化合物とジアルキル
アミン類との付加化合物、アミンとチオ尿素との付加化合物、アミンとイソシアネートと
の付加化合物等が挙げられるが、これらに限られるものではない。室温での活性を低減で
きる点でアダクト型の構造をとっているものが特に好ましい。アダクト型硬化促進剤の代
表的な例を以下に示すが、これらに制限されるものではない。アミン－エポキシアダクト
型硬化促進剤の市販品としては、味の素株式会社製、商品名：アミキュアＰＮ－２３、ア
ミキュアＭＹ－２４、アミキュアＭＹ－Ｄ、アミキュアＭＹ－Ｈ等、エー・シー・アール
株式会社製、商品名：ハードナーＸ－３６１５Ｓ、ハードナーＸ－３２９３Ｓ等、旭化成
株式会社製、商品名：ノバキュアＨＸ－３７４８、ノバキュアＨＸ－３０８８等、パシフ
ィック　アンカー　ケミカル製、商品名：Ａｎｃａｍｉｎｅ２０１４ＡＳ、Ａｎｃａｍｉ
ｎｅ２０１４ＦＧ等がある。また、アミン－尿素アダクト型硬化促進剤の市販品としては
、富士化成株式会社製、商品名：フジキュアＦＸＥ－１０００、フジキュアＦＸＲ－１０
３０などがある。
【００４３】
　硬化促進剤の配合量は、エポキシ樹脂及び硬化剤の合計１００質量部に対して、好まし
くは０．１～２０質量部、より好ましくは０．５～１５質量部である。硬化促進剤の配合
量が０．１質量部未満であると硬化速度が遅くなる傾向があり、また２０質量部を超える
と可使期間が短くなる傾向がある。
【００４４】
［熱硬化性樹脂］
　本発明では上記のメソゲンを有するエポキシ樹脂モノマーとエポキシ樹脂用硬化剤を含
む熱硬化性エポキシ樹脂組成物以外に流動性向上や可とう性向上等を目的にメソゲン基を
有しない熱硬化性樹脂を併用してもよく、具体的な樹脂成分としては、不飽和ポリエステ
ル樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、フェノール樹脂、メラミン樹脂、ユリア樹脂、ウ
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レタン樹脂等の硬化物が挙げられる。特に、絶縁性、耐熱性が優れているエポキシ樹脂が
挙げられる。これらの樹脂成分はモノマー、架橋剤、可とう化剤、希釈剤、改質剤等を含
むことができる。エポキシ樹脂としては、硬化して接着作用を呈するものであれば特に限
定されず、１分子中にエポキシ基を２個以上含有する二官能以上のエポキシ樹脂が好まし
い。エポキシ樹脂の重量平均分子量は、接着フィルムの可撓性を良好に保つために、好ま
しくは３００以上５０００未満、より好ましくは３００以上３０００未満である。本発明
において、重量平均分子量は、ゲルパーミエーションクロマトグラフィーによって、標準
ポリスチレンの検量線を用いて測定したものである。
【００４５】
　１分子中にエポキシ基を２個含有する二官能エポキシ樹脂としては、ビスフェノールＡ
型又はビスフェノールＦ型エポキシ樹脂等が例示される。ビスフェノールＡ型又はビスフ
ェノールＦ型エポキシ樹脂の市販品は、油化シェルエポキシ株式会社製、商品名：エピコ
ート８０７、エピコート８２７、エピコート８２８、ダウケミカル日本株式会社製、商品
名：Ｄ．Ｅ．Ｒ．３３０、Ｄ．Ｅ．Ｒ．３３１、Ｄ．Ｅ．Ｒ．３６１、東都化成株式会社
製、商品名：ＹＤ８１２５、ＹＤＦ８１７０などがある。 
【００４６】
　１分子中にエポキシ基を３個以上含有する三官能以上のエポキシ樹脂としては、フェノ
ールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂等が例示される。
フェノールノボラック型エポキシ樹脂の市販品は、日本化薬株式会社製、商品名：ＥＰＰ
Ｎ－２０１がある。クレゾールノボラック型エポキシ樹脂の市販品は、住友化学工業株式
会社製、商品名：ＥＳＣＮ－１９０、ＥＳＣＮ－１９５、日本化薬株式会社製、商品名：
ＥＯＣＮ１０１２、ＥＯＣＮ１０２５、ＥＯＣＮ１０２７、東都化成株式会社製、商品名
：ＹＤＣＮ７０１、ＹＤＣＮ７０２、ＹＤＣＮ７００－１１、ＹＤＣＮ７０４がある。
【００４７】
　エポキシ樹脂として、二官能エポキシ樹脂と三官能以上のエポキシ樹脂を併用する場合
、それらの合計１００質量部に対して、二官能エポキシ樹脂５０～１００質量％と三官能
以上のエポキシ樹脂０～５０質量％を用いることが好ましい。特に、高Ｔｇ化のためには
二官能エポキシ樹脂５０～９０質量％と三官能以上のエポキシ樹脂１０～５０質量％を用
いることが好ましい。
【００４８】
　硬化剤としては前述と同様に公知のエポキシ樹脂硬化剤であれば特に限定されず、例え
ば、アミン類、ポリアミド、酸無水物、ポリスルフィド、三弗化硼素及びフェノール性水
酸基を１分子中に２個以上有する化合物であるビスフェノールＡ、ビスフェノールＦ、ビ
スフェノールＳ等のビスフェノール類、フェノールノボラック樹脂、変性フェノールノボ
ラック樹脂、ビスフェノールＡノボラック樹脂またはクレゾールノボラック樹脂などのフ
ェノール樹脂などが挙げられる。
【００４９】
３）高分子量成分
　本発明で用いられる高分子量成分の重量平均分子量は１万以上であり、前記２）熱硬化
性エポキシ樹脂組成物と、前記３）高分子量成分とが硬化後に相分離する。前記重量平均
分子量が１万未満であると、樹脂組成物をフィルム状としたときの強度や可撓性が低下し
たり、タック性が高くなったりする傾向がある。当該重量平均分子量は、好ましくは１０
万以上であり、より好ましくは３０万以上である。また、重量平均分子量が大きくなるに
つれ、樹脂組成物のフロー性が小さくなり、配線回路の充填性が低下してくる傾向にある
ので、高分子量成分の重量平均分子量は、２００万以下であることが好ましく、１００万
以下であることがより好ましい。なお、重量平均分子量はゲルパーミュエーションクロマ
トグラフィーで測定し、標準ポリスチレン検量線を用いて換算した値を示す。
【００５０】
　また、高分子量成分のガラス転移温度（Ｔｇ）は、接着フィルムの可撓性を保つために
、５０℃未満であることが好ましい。前記ガラス転移温度は、－５０℃以上３０℃以下で
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あることがより好ましく、－３０℃以上１５℃以下であることが特に好ましい。前記ガラ
ス転移温度が－５０℃未満では、Ｂステージ状態での接着フィルムのタック性が大きくな
り取り扱い性が悪化する傾向にあり、３０℃を超えると、フィルムを室温で取り扱う際に
破断しやすくなる。
【００５１】
　高分子量成分は、架橋反応が進行しやすく、ワニス状態でのゲル化、Ｂステージ状態で
の硬化度の上昇により接着力が低下し易くなるという点で、官能基を有する高分子量成分
であることが好ましい。該官能基はポリマー鎖中に有していても、ポリマー鎖末端に有し
ていてもよい。官能基としては、エポキシ基、カルボキシル基、水酸基、アクリロイル基
、メタクリロイル基、イソシアネート基、アミノ基、アミド基等が挙げられる。これらの
なかでも、エポキシ基が好ましい。
【００５２】
　高分子量成分における官能基含有モノマーの量は、全モノマー量を規準として、０．５
～６．０質量％であることが好ましく、１．０～４．０質量％であることがより好ましい
。前記官能基含有モノマーの量が０．５質量％未満では、耐熱性が低下する傾向にあり、
６．０質量％を越えると、ワニスの粘度が上昇する傾向がある。ワニスの粘度が上昇する
とフィルム化が困難になるため、粘度低下を目的に適量の溶剤で希釈する必要があり、ワ
ニスの固形分が低下し、ワニス作製量が増大して製造の効率が低下する傾向がある。
【００５３】
　前記官能基を有する高分子量成分の製造方法としては、例えば、官能基を有する重合性
モノマーを単独で重合する方法、官能基を有する重合性モノマー及びこれと共重合可能な
他の重合性モノマーとを共重合する方法などにより得ることができる。重合方法は特に制
限されず、例えば、パール重合、溶液重合等の方法を使用することができる。
【００５４】
　官能基を有する高分子量成分の好ましい例としては、グリシジル（メタ）アクリレート
などのエポキシ基含有モノマーと、エチル（メタ）アクリレートやブチル（メタ）アクリ
レートなどのエチレン性不飽和結合を有するモノマーとを共重合させたものであり、市販
品としては、帝国化学産業株式会社製、商品名：ＨＴＲ－８６０Ｐ－３を使用することが
できる。
【００５５】
　前記高分子量成分は、フィルム中では熱抵抗となりうるため、前記高分子量成分の配合
量は、エポキシ樹脂と硬化剤の合計量１００質量部に対して、５～２０質量部が好ましい
。高熱伝導率の発現や高弾性率によるチップ等の保護に使用するためには、前記配合量は
、５～１０質量部であることが好ましい。また、弾性率の低減や成形時のフロー性付与の
ためには、前記配合量は、１０質量部以上であることが好ましい。
【００５６】
　本発明の高熱伝導樹脂組成物は、２）熱硬化性エポキシ樹脂組成物と、３）高分子量成
分とが硬化後に相分離する。熱硬化性エポキシ樹脂組成物の相が耐熱補強材の役割を果た
しながらも、網状に分散した高分子量成分の相が応力緩和性を発現する。よって、柔らか
くて強い材料になりうる。また、硬化する前の熱硬化性エポキシ樹脂組成物と高分子量成
分は均一に溶解している。熱硬化性エポキシ樹脂成分は、可塑材やタッキファイヤとして
も作用するため、エポキシ樹脂成分の量を変更する事で流動性、粘着性などの調整も可能
となる。
【００５７】
　本発明の高熱伝導樹脂組成物は、その効果を最も発揮し得る観点から、３）高分子量成
分は、硬化前は前記２）熱硬化性エポキシ樹脂組成物と溶解しており、硬化後に島状に相
分離する重量平均分子量１０万以上のガラス転移温度が３０℃以下の高分子量成分であり
、前記１）高熱伝導性粒子が、全体の６０～８０体積％であり、かつ前記２）熱硬化性エ
ポキシ樹脂組成物１００質量部に対して、前記３）高分子量成分を５～３０質量部含有す
ることが好ましい。
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【００５８】
［レーザー光を吸収する顔料、染料、化合物］
　本発明の高熱伝導樹脂組成物は、レーザーマーキングのためにはレーザー光を吸収する
顔料、染料、化合物を含有することが好ましい。このようなレーザー光を吸収する材料と
しては、例えば、カーボンブラック、黒鉛、チタンカーボン、二酸化マンガン、フタロシ
アニン系等の顔料及び染料を用いることができる。
　なお、前記顔料、染料、化合物が吸収するレーザー光の波長は３００～１１００ｎｍの
範囲内の波長である。
【００５９】
［その他の成分］
　本発明の高熱伝導樹脂組成物は、その他の成分として、硬化剤、硬化促進剤、フィラー
、カップリング剤、イオン捕捉剤などを含有することができる。
【００６０】
（フィラー）
　本発明においては、樹脂組成物の取り扱い性の向上、熱伝導性の向上、溶融粘度の調整
、チクソトロピック性の付与、耐湿性の向上などを目的として、前記高熱伝導性粒子（Ａ
）以外の各種フィラーを配合してもよく、これらは熱伝導率が３０Ｗ／ｍＫ以上である必
要はない。このようなフィラーとしては、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、炭
酸カルシウム、炭酸マグネシウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸マグネシウム、酸化カルシ
ウム、酸化マグネシウム、ホウ酸アルミウイスカ、結晶性シリカ、非晶性シリカ、アンチ
モン酸化物等が挙げられる。これらのなかでも、熱伝導性向上のためには、結晶性シリカ
、非晶性シリカ等が好ましい。溶融粘度の調整やチクソトロピック性の付与の目的には、
水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、ケイ酸
カルシウム、ケイ酸マグネシウム、酸化カルシウム、酸化マグネシウム、結晶性シリカ、
非晶性シリカ等が好ましい。耐湿性を向上させるためには、シリカ、水酸化アルミニウム
、アンチモン酸化物が好ましい。これらフィラーの含有量は、高熱伝導性粒子１００質量
部あたり、好ましくは０～５０質量部、より好ましくは０～２０質量部、特に好ましくは
０～１０質量部である。
【００６１】
（カップリング剤）
　本発明の高熱伝導樹脂組成物は、異種材料間の界面結合をよくするためにカップリング
剤を含有することができる。カップリング剤としては、シラン系カップリング剤、チタネ
ート系カップリング剤、アルミニウム系カップリング剤等が挙げられ、これらのなかでも
シランカップリング剤が好ましい。カップリング剤の配合量は、添加による効果や耐熱性
及びコストの点から、樹脂組成物の総量１００質量部に対し、０．１～１０質量部である
ことが好ましい。
【００６２】
　シランカップリング剤としては、γ－グリシドキシプロピルトリメトキシシラン、γ－
メルカプトプロピルトリメトキシシラン、γ－アミノプロピルトリエトキシシラン、γ－
ウレイドプロピルトリエトキシシラン、Ｎ－β－アミノエチル－γ－アミノプロピルトリ
メトキシシラン等が挙げられる。前記シランカップリング剤の市販品としては、日本ユニ
カ－株式会社製、商品名：ＮＵＣ　Ａ－１８７（γ－グリシドキシプロピルトリメトキシ
シラン）、商品名：ＮＵＣ　Ａ－１８９（γ－メルカプトプロピルトリメトキシシラン）
、商品名：ＮＵＣ　Ａ－１１００（γ－アミノプロピルトリエトキシシラン）、商品名：
ＮＵＣ　Ａ－１１６０（γ－ウレイドプロピルトリエトキシシラン）、商品名：ＮＵＣ　
Ａ－１１２０（Ｎ－β－アミノエチル－γ－アミノプロピルトリメトキシシラン）などが
ある。
【００６３】
（イオン捕捉剤）
　本発明の高熱伝導樹脂組成物は、イオン性不純物を吸着して、吸湿時の絶縁信頼性をよ
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くするために、イオン捕捉剤を含有することができる。イオン捕捉剤の配合量は、添加に
よる効果や耐熱性、コストの点から、樹脂組成物の総量１００質量部に対して、１～１０
質量部であることが好ましい。
【００６４】
　イオン捕捉剤としては、銅がイオン化して溶け出すのを防止するため銅害防止剤として
知られる化合物、例えば、トリアジンチオール化合物、ビスフェノール系還元剤、無機イ
オン吸着剤などを用いることができる。トリアジンチオール化合物を成分とする銅害防止
剤は、三協製薬株式会社製、商品名：ジスネットＤＢが市販されている。ビスフェノール
系還元剤としては、２，２’－メチレン－ビス－（４－メチル－６－第３－ブチルフェノ
ール）、４，４’－チオ－ビス－（３－メチル－６－第３－ブチルフェノール）等が挙げ
られ、吉富製薬株式会社製、商品名：ヨシノックスＢＢが市販されている。無機イオン吸
着剤としては、ジルコニウム系化合物、アンチモンビスマス系化合物、マグネシウムアル
ミニウム系化合物等が挙げられ、東亜合成化学工業株式会社製、商品名：ＩＸＥが市販さ
れている。
【００６５】
＜熱硬化性樹脂硬化物＞
　本発明の熱硬化性樹脂硬化物は、既述の本発明の熱硬化性樹脂組成物を硬化してなる樹
脂硬化物であって、結晶相又は液晶相よりなる異方性構造を有し、前記異方性構造単位の
径の最大値が４００ｎｍ以上であり、樹脂成分中に含まれる異方性構造の割合が２５体積
％以上であることを特徴としている。
【００６６】
　本発明の熱硬化性樹脂硬化物は、結晶相又は液晶相よりなる異方性構造単位の径の最大
値が４００ｎｍ以上であるが、その範囲であると、樹脂の熱伝導率が向上する。異方性構
造単位の径が４００ｎｍ未満であると、樹脂の熱伝導率は急激に低下する。
　また、樹脂成分中に含まれる異方性構造の割合が２５体積％以上であるが、その範囲で
あると、樹脂の熱伝導率が向上する。また、異方性構造の割合が２５体積％であると、樹
脂の熱伝導率は急激に低下する。当該異方構造の割合は、２５体積％が好ましく、４０体
積％がより好ましい。
【００６７】
　本発明の高熱伝導樹脂硬化物は、動的粘弾性測定装置で測定した２５℃での貯蔵弾性率
が、２０～２００００ＭＰａであることが好ましく、特に１００～２００００ＭＰａであ
ることが好ましい。２５℃での貯蔵弾性率が２０ＭＰａ未満では接着剤の取り扱い性や接
着剤層の厚み精度が悪くなる傾向があり、２６０℃での貯蔵弾性率が３ＭＰａ未満ではリ
フロークラックが発生しやすい傾向がある。本発明の高熱伝導樹脂硬化物は、例えば、既
述の本発明の高熱伝導樹脂組成物を１３０～２００℃で、０．５～８時間加熱することに
より得られる。貯蔵弾性率の測定は、例えば、動的粘弾性測定装置（レオロジー社製、Ｄ
ＶＥ－Ｖ４）を使用し、Ｃステージ状態の硬化物に引張り荷重をかけて、周波数１０Ｈｚ
、昇温速度５～１０℃／分で－５０℃から３００℃まで測定する、温度依存性測定モード
によって測定できる。
【００６８】
＜接着フィルム＞
　本発明の接着フィルムは、既述の本発明の高熱伝導樹脂組成物をフィルム状に成形して
なることを特徴としている。
【００６９】
　本発明の接着フィルムは、Ｂステージ状態では可とう性や流動性が大きく、また、硬化
後は線膨張係数が小さく、また熱伝導性に優れている。
【００７０】
　本発明の接着フィルムは、高熱伝導性粒子及び熱硬化性エポキシ樹脂組成物を含む本発
明の高熱伝導樹脂組成物のワニスをキャリアフィルム上に塗布し、加熱により溶剤を除去
することにより、キャリアフィルム上にフィルムを形成させて作製することができる。
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【００７１】
　以上のようにして得られる接着フィルムに厚み方向の圧力をかけることが好ましい。こ
のようにすることで、フィルムの両面が平坦化され、フィルムの接着強度を向上されるこ
とができる。
【００７２】
　前記加熱の条件は、本発明の高熱伝導樹脂組成物を完全に硬化させることなく、溶剤を
除去することができる条件であれば特に制限はなく、樹脂組成物の成分や溶剤の種類によ
って異なるが、一般的には、８０～１４０℃で５～６０分間加熱する。加熱より、樹脂組
成物はＢステージ程度まで硬化していることが好ましい。なお、Ｂステージフィルムにお
いて、溶剤を一定量残存させることにより、フィルムのタック性、ラミネート性を向上さ
せ、ひいては、硬化後の接着性が向上し、さらに被着体界面での熱抵抗が低減するため、
放熱性の向上を図ることができる。溶剤の残存量としてはフィルムとの重量比で０．１～
２０質量％が好ましいが、さらに好ましくは０．２～１０質量％、特に好ましくは１～７
質量％である。なお、保護フィルムが残存した状態で硬化すると、溶剤が蒸発しにくいた
め発泡しやすい。フィルムなどをウエハなどの被着体に積層した後、保護フィルムを剥離
して硬化することが好ましい。
【００７３】
　前記キャリアフィルムとしては、ポリテトラフルオロエチレンフィルム、ポリエチレン
テレフタレートフィルム、ポリエチレンフィルム、ポリプロピレンフィルム、ポリメチル
ペンテンフィルム、ポリイミドフィルム、ポリエチレンナフタレートフィルム、ポリエー
テルスルフォンフィルム、ポリエーテルアミドフィルム、ポリエーテルアミドイミドフィ
ルム、ポリアミドフィルム、ポリアミドイミドフィルム等のプラスチックフィルムが使用
できる。また、必要に応じて、プライマー塗布、ＵＶ処理、コロナ放電処理、研磨処理、
エッチング処理、離型処理等の表面処理を行ってもよい。キャリアフィルムの市販品とし
ては、例えば、東レ・デュポン株式会社製、商品名：カプトン（ポリイミドフィルム）、
鐘淵化学工業株式会社製、商品名：アピカル（ポリイミドフィルム）、東レ・デュポン株
式会社製、商品名：ルミラー（ポリエチレンテレフタレートフィルム）、帝人株式会社製
、商品名：ピューレックス（ポリエチレンテレフタレートフィルム）などがある。
【００７４】
　ワニスを作製する際に使用する溶剤は特に制限が無く、例えば、メチルエチルケトン、
アセトン、メチルイソブチルケトン、２－エトキシエタノール、トルエン、ブチルセルソ
ルブ、メタノール、エタノール、２－メトキシエタノール、ジメチルアセトアミド、ジメ
チルホルムアミド、メチルピロリドン、シクロヘキサノン等を用いることができる。これ
らのなかでも、塗膜性を向上するなどの目的で、ジメチルアセトアミド、ジメチルホルム
アミド、メチルピロリドン、シクロヘキサノン等の高沸点溶剤が好ましい。これら溶剤は
単独で又は２種類以上組み合わせて使用することができる。
【００７５】
　溶剤の配合量は特に制限が無いが、ワニスを作製した際の不揮発分が４０～９０質量％
であることが好ましく、５０～８０質量％であることがより好ましい。前記不揮発分が４
０質量％未満だと、ワニス作製時に揮発する溶剤の量が多く乾燥時の熱量が多量に必要に
なりコスト面で不利となる傾向があり、９０質量％を超えると、ワニスの粘度が高すぎる
ため塗膜に欠陥が生じる可能性がある。
【００７６】
　ワニスの製造は、高熱伝導性粒子を含むフィラー成分の分散性を考慮した場合には、ら
いかい機、３本ロール、ビーズミル等により、またこれらを組み合わせて行なうことがで
きる。フィラー成分と低分子量物をあらかじめ混合した後、高分子量物を配合することに
より、混合に要する時間を短縮することも可能となる。またワニスとした後、真空脱気に
よりワニス中の気泡を除去することが好ましい。
【００７７】
　フィルムの厚さは特に制限されないが、２５～２５０μｍの範囲にあることが好ましい
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。前記厚さが２５μｍ未満であると応力緩和効果が乏しくなる傾向があり、２５０μｍを
超えるとコスト高になりやすい。また、フィルムの厚さが回路の厚さよりも薄い場合、埋
め込み性が落ちる傾向がある。
【００７８】
＜封止用フィルム＞
　本発明の封止用フィルムは、既述の本発明の高熱伝導樹脂組成物をフィルム状に成形し
てなることを特徴としている。
【００７９】
　本発明の封止用フィルムは、Ｂステージ状態では可とう性や流動性が大きく、また、硬
化後は線膨張係数が小さく、また熱伝導性に優れており、半導体素子表面の保護特性に優
れている。
【００８０】
　本発明の封止用フィルムは、高熱伝導性粒子及び熱硬化性エポキシ樹脂組成物を含む本
発明の高熱伝導樹脂組成物のワニスを塗工乾燥して作製することができる。なお、ワニス
は、シクロヘキサノンなどの溶剤を加えて撹拌混合して得ることができる。
【００８１】
　封止用フィルムの使用方法としては、従来の固形状または液状封止材が使用されていた
用途と同様の方法が考えられる。例えば、半導体素子や部品を実装した基板上に基材層（
基材フィルム）つきの封止用フィルムを熱板プレスやラミネータなどを使用して積層した
後、加熱硬化した後、基材層（基材フィルム）をはく離するか、基材層（基材フィルム）
をはく離した後、加熱硬化するなどの方法を取る。この際、半導体素子周辺に空隙が残ら
ないように積層することが可能である。しかし、高周波用途のフリップチップ実装の場合
などは、半導体素子や部品の下部に、あえて空隙が残るように積層することも可能である
。
【００８２】
　以上のようにして得られる封止用フィルムに厚み方向の圧力をかけることが好ましい。
このようにすることで、フィルムの両面が平坦化され、フィルムの接着強度を向上される
ことができる。
【００８３】
　封止用フィルムは、波長３００～１１００ｎｍの領域の透過率が１０％以下であること
が好ましく、そのためには微細な相分離構造を有し、不透明であることが好ましい。した
がって封止用フィルムは、着色剤を含むことが好ましく、着色剤としては、既述のレーザ
ー光を吸収する材料、すなわち、カーボンブラック、黒鉛、チタンカーボン、二酸化マン
ガン、フタロシアニン系等の顔料及び染料を用いることができる。封止用フィルムに含有
する着色剤の含有量は、０．１～１０質量％が好ましく、より好ましくは０．５～２．０
質量％である。着色剤の含有量が０．１質量％未満になると、フィルムに色が付かずレー
ザーマーキング部の視認性が悪くなり、逆に、着色剤の含有量が１０質量％を超すと、イ
オン性不純物の増加、フィルム延性の低下または半導体素子との接着強度の低下等の問題
が発生してしまう。
【００８４】
　また、レーザーマーキングに使用されるレーザーは、ＹＡＧレーザーであることが多い
ため、着色剤としてＹＡＧレーザーにより揮発し易いカーボンブラックを使用することが
好ましい。
【００８５】
＜半導体装置＞
　本発明の半導体装置は、既述の本発明の高熱伝導樹脂組成物、接着フィルム、及び封止
用フィルムのうちの少なくとも１つを介して半導体素子と、半導体素子、基板、放熱板、
支持体、金属板、及びセラミック板よりなる群から選ばれる１種又は２種とを積層してな
ることを特徴としている。
【００８６】
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　また、本発明の半導体装置は、別の態様によると、既述の本発明の高熱伝導樹脂組成物
、接着フィルム、及び封止用フィルムのうちの少なくとも１つを半導体素子の片面あるい
は両面に接着又は封止したことを特徴としている。
【００８７】
　本発明の半導体装置は、いずれの態様においても、既述の本発明の高熱伝導樹脂組成物
、接着フィルム、及び封止用フィルムのいずれかを使用しているため、熱伝導性や組立加
工性、信頼性に優れている。
【００８８】
　本発明の半導体装置は、既述の本発明の高熱伝導樹脂組成物、接着フィルム、及び封止
用フィルムのうちの少なくとも１つを用いて製造されたものであれば特にその構造に制限
はなく、例えば、半導体素子、半導体素子の支持部材、及び半導体素子と支持部材とを接
合している本発明の接着フィルムを含む半導体装置が挙げられる。
【００８９】
　一般的な構造の半導体装置において、例えば、半導体素子は本発明の接着フィルムを介
して半導体素子支持部材に接着され、半導体素子の接続端子はワイヤを介して外部接続端
子と電気的に接続され、封止材によって封止されている。近年は様々な構造の半導体装置
が提案されており、本発明の接着フィルムの用途は、半導体素子が接着フィルムと接触し
ていればこの構造に限定されるものではない。
【００９０】
　また、半導体素子同士を接着した構造を有する半導体装置において、例えば、一段目の
半導体素子は本発明の接着フィルムを介して半導体素子支持部材に接着され、一段目の半
導体素子の上に更に本発明の接着フィルムを介して二段目の半導体素子が接着されている
。一段目の半導体素子及び二段目の半導体素子の接続端子は、ワイヤを介して外部接続端
9ルムは、半導体素子を複数重ねる構造の半導体装置にも好適に使用できる。
【００９１】
　また、本発明の接着フィルムは、ダイシングテープと貼り合わせて、１枚のシートとす
ることもできる。更に、必要に応じて保護フィルムを付けることもできる。このように予
めダイシングテープと接着フィルムとを積層しておくことによって、半導体装置製造工程
を簡略化することができる。
【実施例】
【００９２】
　以下、実施例により本発明をさらに詳しく説明するが、本発明の技術思想を逸脱しない
限り、本発明はこれらの実施例に制限するものではない。
【００９３】
（実施例１）
　メソゲン基を有しているエポキシ樹脂（１－{（３－メチル－４－オキシラニルメトキ
シ）フェニル}－４－（４－オキシラニルメトキシ）－１－シクロヘキセン）８４質量部
、カテコールレゾルシノールノボラック樹脂２２質量部、エポキシ基含有アクリルゴム（
高分子量成分、帝国化学産業株式会社製、商品名：ＨＴＲ－８６０Ｐ－３、重量平均分子
量：８０万、Ｔｇ：１２℃）１２質量部、１－シアノエチル－２－メチルイミダゾール（
硬化促進剤、四国化成工業株式会社製、商品名：キュアゾール２ＰＺ－ＣＮ）０．１質量
部、γ－メルカプトプロピルトリメトキシシラン（カップリング剤、日本ユニカー株式会
社製、商品名：Ａ－１８９）０．４質量部及びγ－ウレイドプロピルトリエトキシシラン
（カップリング剤、日本ユニカー株式会社製、商品名：Ａ－１１６０）０．７質量部から
なる組成物にシクロヘキサノンを加え、さらにアルミナ（高熱伝導性粒子、株式会社龍森
製、商品名：ＴＳ－ＡＰ７（ＬＶ）、平均粒径：５．３μｍ）１０００質量部を加えた。
【００９４】
　これをビーズミルで混合し、さらにシクロヘキサノンを加えて粘度を調整し、真空脱気
して、ワニスを得た。キャリアフィルムとして厚さ３８μｍの離型処理したポリエチレン
テレフタレートフィルム上にワニスを塗布し、１２０℃で１５分間加熱乾燥して、厚さが
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５０μｍのフィルムをキャリアフィルム上に形成して、接着フィルムを作製した。また、
硬化した接着フィルムのＳＥＭ観察を行い、熱硬化性エポキシ樹脂組成物と高分子量成分
とが相分離をしていることを確認した。
【００９５】
（実施例２）
　ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂（エポキシ樹脂、エポキシ当量：１５６、東都化成株
式会社製、商品名：ＹＤＦ－８１７０Ｃ）８質量部、メソゲン基を有しているエポキシ樹
脂（１－{（３－メチル－４－オキシラニルメトキシ）フェニル}－４－（４－オキシラニ
ルメトキシ）－１－シクロヘキセン）７５質量部、カテコールレゾルシノールノボラック
樹脂２２質量部、エポキシ基含有アクリルゴム（高分子量成分、帝国化学産業株式会社製
、商品名：ＨＴＲ－８６０Ｐ－３、重量平均分子量：８０万、Ｔｇ：１２℃）１２質量部
、及び１－シアノエチル－２－メチルイミダゾール（硬化促進剤、四国化成工業株式会社
製、商品名：キュアゾール２ＰＺ－ＣＮ）０．１質量部、γ－メルカプトプロピルトリメ
トキシシラン（カップリング剤、日本ユニカー株式会社製、商品名：Ａ－１８９）０．４
質量部及びγ－ウレイドプロピルトリエトキシシラン（カップリング剤、日本ユニカー株
式会社製、商品名：Ａ－１１６０）０．７質量部からなる組成物にシクロヘキサノンを加
え、さらにアルミナ（高熱伝導性粒子、株式会社龍森製、商品名：ＴＳ－ＡＰ７（ＬＶ）
、平均粒径：５．３μｍ）１０００質量部を加えた。
【００９６】
　これをビーズミルで混合し、さらにシクロヘキサノンを加えて粘度を調整し、真空脱気
して、ワニスを得た。キャリアフィルムとして厚さ３８μｍの離型処理したポリエチレン
テレフタレートフィルム上にワニスを塗布し、１２０℃で１５分間加熱乾燥して、厚さが
５０μｍのフィルムをキャリアフィルム上に形成して、接着フィルムを作製した。また、
硬化した接着フィルムのＳＥＭ観察を行い、熱硬化性エポキシ樹脂組成物と高分子量成分
とが相分離をしていることを確認した。
【００９７】
（実施例３）
　ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂（エポキシ樹脂、エポキシ当量：１５６、東都化成株
式会社製、商品名：ＹＤＦ－８１７０Ｃ）２８質量部、メソゲン基を有しているエポキシ
樹脂（１－{（３－メチル－４－オキシラニルメトキシ）フェニル}－４－（４－オキシラ
ニルメトキシ）－１－シクロヘキセン）２５４質量部、カテコールレゾルシノールノボラ
ック樹脂７７質量部、フェノール樹脂（硬化剤、ＤＩＣ株式会社製、商品名：ＬＦ－２８
８２）３１質量部、エポキシ基含有アクリルゴム（高分子量成分、帝国化学産業株式会社
製、商品名：ＨＴＲ－８６０Ｐ－３、重量平均分子量：８０万、Ｔｇ：１２℃）７０質量
部、１－シアノエチル－２－メチルイミダゾール（硬化促進剤、四国化成工業株式会社製
、商品名：キュアゾール２ＰＺ－ＣＮ）０．６質量部、γ－メルカプトプロピルトリメト
キシシラン（カップリング剤、日本ユニカー株式会社製、商品名：Ａ－１８９）１．５質
量部及びγ－ウレイドプロピルトリエトキシシラン（カップリング剤、日本ユニカー株式
会社製、商品名：Ａ－１１６０）３．０質量部からなる組成物にシクロヘキサノンを加え
、さらにアルミナ（高熱伝導性粒子、株式会社アドマッテクス製、商品名：ＡＥ２０５０
、平均粒径：０．７μｍ）１０００質量部を加えた。
【００９８】
　これをビーズミルで混合し、さらにシクロヘキサノンを加えて粘度を調整し、真空脱気
して、ワニスを得た。キャリアフィルムとして厚さ３８μｍの離型処理したポリエチレン
テレフタレートフィルム上にワニスを塗布し、１１０℃で２０分間加熱乾燥して、厚さが
１０μｍのフィルムをキャリアフィルム上に形成して、接着フィルムを作製した。また、
接着フィルムのＳＥＭ観察を行い、熱硬化性エポキシ樹脂組成物と高分子量成分とが相分
離をしていることを確認した。
【００９９】
（実施例４）
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　ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂（エポキシ樹脂、エポキシ当量：１５６、東都化成株
式会社製、商品名：ＹＤＦ－８１７０Ｃ）２３質量部、メソゲン基を有しているエポキシ
樹脂（１－{（３－メチル－４－オキシラニルメトキシ）フェニル}－４－（４－オキシラ
ニルメトキシ）－１－シクロヘキセン）２０７質量部、カテコールレゾルシノールノボラ
ック樹脂６３質量部、フェノール樹脂（硬化剤、ＤＩＣ株式会社製、商品名：ＬＦ－２８
８２）２５質量部、エポキシ基含有アクリルゴム（高分子量成分、帝国化学産業株式会社
製、商品名：ＨＴＲ－８６０Ｐ－３、重量平均分子量：８０万、Ｔｇ：１２℃）５７質量
部、１－シアノエチル－２－メチルイミダゾール（硬化促進剤、四国化成工業株式会社製
、商品名：キュアゾール２ＰＺ－ＣＮ）０．５質量部、γ－メルカプトプロピルトリメト
キシシラン（カップリング剤、日本ユニカー株式会社製、商品名：Ａ－１８９）１．２質
量部及びγ－ウレイドプロピルトリエトキシシラン（カップリング剤、日本ユニカー株式
会社製、商品名：Ａ－１１６０）２．４質量部からなる組成物にシクロヘキサノンを加え
、さらにアルミナ（高熱伝導性粒子、株式会社アドマッテクス製、商品名：ＡＥ２０５０
、平均粒径：０．７μｍ）１０００質量部を加えた。
【０１００】
　これをビーズミルで混合し、さらにシクロヘキサノンを加えて粘度を調整し、真空脱気
して、ワニスを得た。キャリアフィルムとして厚さ３８μｍの離型処理したポリエチレン
テレフタレートフィルム上にワニスを塗布し、１００℃で１５分間加熱乾燥して、厚さが
１０μｍのフィルムをキャリアフィルム上に形成して、接着フィルムを作製した。また、
硬化した接着フィルムのＳＥＭ観察を行い、熱硬化性エポキシ樹脂組成物と高分子量成分
とが相分離をしていることを確認した。
【０１０１】
（実施例５）
　ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂（エポキシ樹脂、エポキシ当量：１５６、東都化成株
式会社製、商品名：ＹＤＦ－８１７０Ｃ）１９質量部、メソゲン基を有しているエポキシ
樹脂（１－{（３－メチル－４－オキシラニルメトキシ）フェニル}－４－（４－オキシラ
ニルメトキシ）－１－シクロヘキセン）１６８質量部、カテコールレゾルシノールノボラ
ック樹脂４８質量部、フェノール樹脂（硬化剤、ＤＩＣ株式会社製、商品名：ＬＦ－２８
８２）２５質量部、エポキシ基含有アクリルゴム（高分子量成分、帝国化学産業株式会社
製、商品名：ＨＴＲ－８６０Ｐ－３、重量平均分子量：８０万、Ｔｇ：１２℃）４８質量
部、１－シアノエチル－２－メチルイミダゾール（硬化促進剤、四国化成工業株式会社製
、商品名：キュアゾール２ＰＺ－ＣＮ）０．５質量部、γ－メルカプトプロピルトリメト
キシシラン（カップリング剤、日本ユニカー株式会社製、商品名：Ａ－１８９）１．０質
量部及びγ－ウレイドプロピルトリエトキシシラン（カップリング剤、日本ユニカー株式
会社製、商品名：Ａ－１１６０）２．０質量部からなる組成物にシクロヘキサノンを加え
、さらにアルミナ（高熱伝導性粒子、株式会社アドマッテクス製、商品名：ＡＥ２０５０
、平均粒径：０．７μｍ）１０００質量部を加えた。
【０１０２】
　これをビーズミルで混合し、さらにシクロヘキサノンを加えて粘度を調整し、真空脱気
して、ワニスを得た。キャリアフィルムとして厚さ３８μｍの離型処理したポリエチレン
テレフタレートフィルム上にワニスを塗布し、１００℃で１５分間加熱乾燥して、厚さが
１０μｍのフィルムをキャリアフィルム上に形成して、接着フィルムを作製した。また、
硬化した接着フィルムのＳＥＭ観察を行い、熱硬化性エポキシ樹脂組成物と高分子量成分
とが相分離をしていることを確認した。
【０１０３】
（実施例６）
　ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂（エポキシ樹脂、エポキシ当量：１５６、東都化成株
式会社製、商品名：ＹＤＦ－８１７０Ｃ）１３質量部、メソゲン基を有しているエポキシ
樹脂（１－{（３－メチル－４－オキシラニルメトキシ）フェニル}－４－（４－オキシラ
ニルメトキシ）－１－シクロヘキセン）１１７質量部、カテコールレゾルシノールノボラ
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ック樹脂４３質量部、エポキシ基含有アクリルゴム（高分子量成分、帝国化学産業株式会
社製、商品名：ＨＴＲ－８６０Ｐ－３、重量平均分子量：８０万、Ｔｇ：１２℃）３１質
量部、１－シアノエチル－２－メチルイミダゾール（硬化促進剤、四国化成工業株式会社
製、商品名：キュアゾール２ＰＺ－ＣＮ）０．３質量部、γ－メルカプトプロピルトリメ
トキシシラン（カップリング剤、日本ユニカー株式会社製、商品名：Ａ－１８９）０．７
質量部及びγ－ウレイドプロピルトリエトキシシラン（カップリング剤、日本ユニカー株
式会社製、商品名：Ａ－１１６０）１．３質量部からなる組成物にシクロヘキサノンを加
え、さらにアルミナ（高熱伝導性粒子、昭和電工株式会社製、商品名：ＡＳ－５０、平均
粒径：９．０μｍ）１０００質量部を加えた。
【０１０４】
　これをビーズミルで混合し、さらにシクロヘキサノンを加えて粘度を調整し、真空脱気
して、ワニスを得た。キャリアフィルムとして厚さ３８μｍの離型処理したポリエチレン
テレフタレートフィルム上にワニスを塗布し、１２０℃で１５分間加熱乾燥して、厚さが
７０μｍのフィルムをキャリアフィルム上に形成して、接着フィルムを作製した。また、
硬化した接着フィルムのＳＥＭ観察を行い、熱硬化性エポキシ樹脂組成物と高分子量成分
とが相分離をしていることを確認した。
【０１０５】
（比較例１）
　ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂（エポキシ樹脂、エポキシ当量:１５６、東都化成株
式会社製、商品名：ＹＤＦ－８１７０Ｃ）４５質量部、クレゾールノボラック型エポキシ
樹脂（エポキシ樹脂、エポキシ当量：２０９、東都化成株式会社製、商品名：ＹＤＣＮ－
７００－１０）１５質量部、フェノール樹脂（硬化剤、三井化学株式会社製、商品名：Ｘ
ＬＣ－ＬＬ）５０質量部、エポキシ基含有アクリルゴム（高分子量成分、帝国化学産業株
式会社製、商品名：ＨＴＲ－８６０Ｐ－３、重量平均分子量：８０万、Ｔｇ：１２℃）１
２質量部、１－シアノエチル－２－メチルイミダゾール（硬化促進剤、四国化成工業株式
会社製、商品名：キュアゾール２ＰＺ－ＣＮ）０．１質量部、γ－メルカプトプロピルト
リメトキシシラン（カップリング剤、日本ユニカー株式会社製、商品名：Ａ－１８９）０
．３質量部及びγ－ウレイドプロピルトリエトキシシラン（カップリング剤、日本ユニカ
ー株式会社製、商品名：Ａ－１１６０）０．７質量部からなる組成物にシクロヘキサノン
を加え、さらにアルミナ（高熱伝導性粒子、株式会社龍森製、商品名：ＴＳ－ＡＰ７（Ｌ
Ｖ）、比重：３．９、平均粒径：５．３μｍ、熱伝導率：３２Ｗ／ｍＫ）１０００質量部
を加えた。
【０１０６】
　これをビーズミルで混合し、さらにシクロヘキサノンを加えて粘度を調整し、真空脱気
して、ワニスを得た。キャリアフィルムとして厚さ３８μｍの離型処理したポリエチレン
テレフタレートフィルム上にワニスを塗布し、１１０℃で３０分間加熱乾燥して、厚さが
５０μｍのフィルムをキャリアフィルム上に形成して作製した。
【０１０７】
（比較例２）
　ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂（エポキシ樹脂、エポキシ当量：１５６、東都化成株
式会社製、商品名：ＹＤＦ－８１７０Ｃ）１７１質量部、クレゾールノボラック型エポキ
シ樹脂（エポキシ樹脂、エポキシ当量：２０９、東都化成株式会社製、商品名：ＹＤＣＮ
７００－１０）５７質量部、フェノール樹脂（硬化剤、ＤＩＣ株式会社製、商品名：ＬＦ
－２８８２）１６２質量部、エポキシ基含有アクリルゴム（高分子量成分、帝国化学産業
株式会社製、商品名：ＨＴＲ－８６０Ｐ－３、重量平均分子量：８０万、Ｔｇ：１２℃）
７０質量部、１－シアノエチル－２－メチルイミダゾール（硬化促進剤、四国化成工業株
式会社製、商品名：キュアゾール２ＰＺ－ＣＮ）０．６質量部、γ－メルカプトプロピル
トリメトキシシラン（カップリング剤、日本ユニカー株式会社製、商品名：Ａ－１８９）
１．５質量部及びγ－ウレイドプロピルトリエトキシシラン（カップリング剤、日本ユニ
カー株式会社製、商品名：Ａ－１１６０）３．０質量部からなる組成物にシクロヘキサノ
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ンを加え、さらにアルミナ（高熱伝導性粒子、株式会社アドマッテクス製、商品名：ＡＥ
２０５０、平均粒径：０．７μｍ）１０００質量部を加えた。
【０１０８】
　これをビーズミルで混合し、さらにシクロヘキサノンを加えて粘度を調整し、真空脱気
して、ワニスを得た。キャリアフィルムとして厚さ３８μｍの離型処理したポリエチレン
テレフタレートフィルム上にワニスを塗布し、１００℃で１５分間加熱乾燥して、厚さが
１０μｍのフィルムをキャリアフィルム上に形成して、接着フィルムを作製した。
【０１０９】
（比較例３）
　ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂（エポキシ樹脂、エポキシ当量：１５６、東都化成株
式会社製、商品名：ＹＤＦ－８１７０Ｃ）１４０質量部、クレゾールノボラック型エポキ
シ樹脂（エポキシ樹脂、エポキシ当量：２０９、東都化成株式会社製、商品名：ＹＤＣＮ
７００－１０）４７質量部、フェノール樹脂（硬化剤、ＤＩＣ株式会社製、商品名：ＬＦ
－２８８２）１３２質量部、エポキシ基含有アクリルゴム（高分子量成分、帝国化学産業
株式会社製、商品名：ＨＴＲ－８６０Ｐ－３、重量平均分子量：８０万、Ｔｇ：１２℃）
５７質量部、１－シアノエチル－２－メチルイミダゾール（硬化促進剤、四国化成工業株
式会社製、商品名：キュアゾール２ＰＺ－ＣＮ）０．５質量部、γ－メルカプトプロピル
トリメトキシシラン（カップリング剤、日本ユニカー株式会社製、商品名：Ａ－１８９）
１．２質量部及びγ－ウレイドプロピルトリエトキシシラン（カップリング剤、日本ユニ
カー株式会社製、商品名：Ａ－１１６０）２．４質量部からなる組成物にシクロヘキサノ
ンを加え、さらにアルミナ（高熱伝導性粒子、株式会社アドマッテクス製、商品名：ＡＥ
２０５０、平均粒径：０．７μｍ）１０００質量部を加えた。
【０１１０】
　これをビーズミルで混合し、さらにシクロヘキサノンを加えて粘度を調整し、真空脱気
して、ワニスを得た。キャリアフィルムとして厚さ３８μｍの離型処理したポリエチレン
テレフタレートフィルム上にワニスを塗布し、１００℃で１５分間加熱乾燥して、厚さが
１０μｍのフィルムをキャリアフィルム上に形成して、接着フィルムを作製した。
【０１１１】
（比較例４）
　ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂（エポキシ樹脂、エポキシ当量：１５６、東都化成株
式会社製、商品名：ＹＤＦ－８１７０Ｃ）１１４質量部、クレゾールノボラック型エポキ
シ樹脂（エポキシ樹脂、エポキシ当量：２０９、東都化成株式会社製、商品名：ＹＤＣＮ
７００－１０）３８質量部、フェノール樹脂（硬化剤、ＤＩＣ株式会社製、商品名：ＬＦ
－２８８２）１０８質量部、エポキシ基含有アクリルゴム（高分子量成分、帝国化学産業
株式会社製、商品名：ＨＴＲ－８６０Ｐ－３、重量平均分子量：８０万、Ｔｇ：１２℃）
４６質量部、１－シアノエチル－２－メチルイミダゾール（硬化促進剤、四国化成工業株
式会社製、商品名：キュアゾール２ＰＺ－ＣＮ）０．４質量部、γ－メルカプトプロピル
トリメトキシシラン（カップリング剤、日本ユニカー株式会社製、商品名：Ａ－１８９）
１．０質量部及びγ－ウレイドプロピルトリエトキシシラン（カップリング剤、日本ユニ
カー株式会社製、商品名：Ａ－１１６０）２．０質量部からなる組成物にシクロヘキサノ
ンを加え、さらにアルミナ（高熱伝導性粒子、株式会社アドマッテクス製、商品名：ＡＥ
２０５０、平均粒径：０．７μｍ）１０００質量部を加えた。
【０１１２】
　これをビーズミルで混合し、さらにシクロヘキサノンを加えて粘度を調整し、真空脱気
して、ワニスを得た。キャリアフィルムとして厚さ３８μｍの離型処理したポリエチレン
テレフタレートフィルム上にワニスを塗布し、１００℃で１５分間加熱乾燥して、厚さが
１０μｍのフィルムをキャリアフィルム上に形成して、接着フィルムを作製した。
【０１１３】
（比較例５）
　ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂（エポキシ樹脂、エポキシ当量：１５６、東都化成株
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式会社製、商品名：ＹＤＦ－８１７０Ｃ）７６質量部、クレゾールノボラック型エポキシ
樹脂（エポキシ樹脂、エポキシ当量：２０９、東都化成株式会社製、商品名：ＹＤＣＮ７
００－１０）２６質量部、フェノール樹脂（硬化剤、ＤＩＣ株式会社製、商品名：ＬＦ－
２８８２）７２質量部、エポキシ基含有アクリルゴム（高分子量成分、帝国化学産業株式
会社製、商品名：ＨＴＲ－８６０Ｐ－３、重量平均分子量：８０万、Ｔｇ：１２℃）３１
質量部、１－シアノエチル－２－メチルイミダゾール（硬化促進剤、四国化成工業株式会
社製、商品名：キュアゾール２ＰＺ－ＣＮ）０．３質量部、γ－メルカプトプロピルトリ
メトキシシラン（カップリング剤、日本ユニカー株式会社製、商品名：Ａ－１８９）０．
７質量部及びγ－ウレイドプロピルトリエトキシシラン（カップリング剤、日本ユニカー
株式会社製、商品名：Ａ－１１６０）１．３質量部からなる組成物にシクロヘキサノンを
加え、さらにアルミナ（高熱伝導性粒子、昭和電工株式会社製、商品名：ＡＳ－５０、平
均粒径：９．０μｍ）１０００質量部を加えた。
【０１１４】
　これをビーズミルで混合し、さらにシクロヘキサノンを加えて粘度を調整し、真空脱気
して、ワニスを得た。キャリアフィルムとして厚さ３８μｍの離型処理したポリエチレン
テレフタレートフィルム上にワニスを塗布し、１２０℃で１５分間加熱乾燥して、厚さが
７０μｍのフィルムをキャリアフィルム上に形成して、接着フィルムを作製した。
【０１１５】
［評価項目］
（１）硬化物の貯蔵弾性率
　Ｃステージ状態の接着フィルム硬化物の１７０℃での貯蔵弾性率を、動的粘弾性測定装
置（レオロジー社製、ＤＶＥ－Ｖ４）を用いて、長さ２０ｍｍ、幅４ｍｍの硬化物に、引
張りモードで、自動静荷重をかけて、周波数１０Ｈｚ、昇温速度５℃／分の条件で、－３
０から２００℃まで測定し、温度依存性測定モードにより３５℃での貯蔵弾性率を測定し
た。
【０１１６】
（２）接着力
　１２０℃のホットプレート上でレジストインクを塗布した基板（基材(日立化成工業株
式会社製，ＭＣＬ－Ｅ－６７９ＦＧ），レジストインク（太陽インキ製造株式会社製，Ｐ
ＳＲ－４０００　ＡＵＳ３０８））上に接着フィルムを用いて半導体素子（５ｍｍ角）を
接着し、１４０℃で２時間、１７０℃で５時間硬化して試料を得た。この試料について８
５℃／８５％ＲＨ、４８時間吸湿後の２６０℃での剪断強度を万能ボンドテスター（Ｄａ
ｇｅ社製、シリーズ４０００）を用いて測定した。
【０１１７】
（３）フィルムのタック性
　タック性は、ＪＩＳ　Ｚ０２３７－１９９１に準じたプローブタック試験で評価した。
タックテスタ（ＴＡＣ－ＩＩ、レスカ社製）を用い、プローブ径φ５．１ｍｍ、接触速さ
２ｍｍ／秒、引剥し速さ１０ｍｍ／秒の条件で引き剥がし強度をタック力とした。接触条
件は、接触荷重：１００ｇｆ／ｃｍ２、接触時間：１秒を標準条件として、６０℃の際の
タック力を測定した。
【０１１８】
（４）熱伝導率
　接着フィルムの厚さ方向についてレーザーフラッシュ法（ＮＥＴＺＳＣＨ製、ＬＦＡ４
４７Ｎａｎｏｆｌａｓｈ）を用いて、２５℃で熱伝導率を測定した。測定用サンプルは、
貼り合わせによって厚みを２００μm以上４００μｍ未満に調整した接着フィルムを１７
０℃で５時間硬化させ、その硬化物を１０ｍｍ角に切断したものを用いた。
【０１１９】
（５）線膨張係数
　熱膨張係数は、１４０℃で２時間、１７０℃で５時間硬化した試料について、熱機械分
析装置を用いて、毎分５℃の昇温速度で２５℃から１５０℃の伸びから平均熱膨張係数を
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求めた。
　以上の評価結果を表１に示す。
【０１２０】
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【表１】

【０１２１】



(23) JP 2013-6893 A 2013.1.10

10

　表１に示されるように、メソゲンを有するエポキシ樹脂とエポキシ樹脂用硬化剤を含む
熱硬化性エポキシ樹脂組成物を用いた実施例１～５の接着フィルムは、比較例１～５の接
着フィルムと比較して、熱伝導率が高いことが明らかである。ただし、実施例１のタック
性は、比較例１と比較して、著しく劣っている事が確認できる。タック性の付与を目的に
ビスフェノールＦ型エポキシ樹脂を添加した実施例２では、比較例１と比較しても十分な
タック性を有しており、高い熱伝導率を有することが確認された。
　また、実施例３及び比較例２、実施例４及び比較例３、実施例５及び比較例４、実施例
６及び比較例５の各組におけるそれぞれの実施例・比較例は、同じ高熱伝導性粒子を同じ
充填率で含有した例であるが、各組において実施例は比較例に対していずれも熱伝導率が
２０％程度向上しているのが分かる。一般に１０μｍ程度のフィルム膜厚では高熱伝導性
粒子の高充填化し難く、それ故に熱伝導率の向上が困難であるが、実施例３～５において
は１０μｍのフィルム膜厚でありながら熱伝導率を向上させることができることが確認さ
れた。
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　　　　 　　        HA196 HA206 HA326 HB22  HB35  HC01  HC15  HC16  HC23  HD05 
　　　　 　　        HD21  HD35  HD36  HD41  JA09  JB02  KA16  KA17  KA26  KA42 
　　　　 　　        LA01  LA03  LA06  LA08  NA20  PA23 
　　　　 　　  4M109 AA01  CA22  EA02  EB03  EB04  EB06  EB13  EB19  EC06 
　　　　 　　  5F044 KK01  LL11  RR10  RR17 
　　　　 　　  5F136 BC07  FA52  FA63  FA82 
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